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パターン解析パターン解析
パターン解析とは、良品構造解析技術から生まれたリバース・エンジニアリングです。
デバイスの積層構造を解析するエッチバック解析に、画像処理技術を組み合わせた最新のパ
タ ン解析技術で 故障解析 信頼性設計 デバイス回路解析に利用可能ですターン解析技術で、故障解析・信頼性設計・デバイス回路解析に利用可能です。

Step1 Step1 ＬＳＩチップの積層部を表層より順次平面研磨（＋エッチバック）処理して各積層膜を平坦
に加工し露出させます。 ☆高精度平面研磨
Step2Step2 各界層の任意の部分パターンをＳＥＭで連写撮影します。更に、取得した微細パターンを
自動補正し 画像を繋ぎ合わせます ☆連続画像合成

メカニカルエッチング法による解析例（界層解析）メカニカルエッチング法による解析例（界層解析）

自動補正し、画像を繋ぎ合わせます。 ☆連続画像合成
Step3Step3 水平・垂直方向の回路接続の解析が容易です。最新のＬＳＩを短時間で回路解析すること
が可能となりました。回路解析に必要な情報を効率よく引き出すことが出来ます！

☆高速画像再生

断面解析
画像貼り合わせ

研磨による除去位置

SEM画像取得

平面研磨
アライメント

画像重ね合わせ

平面研磨装置 PM5（Logitech社）
研磨による除去位置

ケミカルエッチング ケミカルエッチング

・研磨治具精度：平行度・研磨治具精度：平行度 ０．１０．１μμｍ以下ｍ以下
・プレート回転数：５～７０ｒｐｍ・プレート回転数：５～７０ｒｐｍ
・研磨剤：ダイヤモンド、アルミナ、コロイダルシリカ等・研磨剤：ダイヤモンド、アルミナ、コロイダルシリカ等
・ＣＭＰ（・ＣＭＰ（Chemical and Mechanical PolishingChemical and Mechanical Polishing）も）も

使用可能使用可能

特徴特徴

パターン像を連続撮影パターン像を連続撮影

歪みを補正して画像合成歪みを補正して画像合成

使用可能使用可能
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